	ASAT东莞工厂将生产SigmaTel的无铅fpBGA封装产品
半导体封装设计、装配与测试服务供应商ASAT Holdings Limited日前宣布，SigmaTel, Inc.已完成无铅环保fpBGA(Fine Pitch Ball Grid Array)封装的相关认证并在ASAT位于中国东莞的制造工厂大批量投入生产。 

据悉，SigmaTel提供的各种混合信号集成电路，可根据计算机的处理和重放要求，将真实世界的模拟信号(比如音乐和声音信号)转化为数字信号。他们的便携式音频系统级芯片(System-On-Chip, SoC)产品系列是最热门的新兴消费者市场——MP3播放器市场的领袖产品之一，满足了数模转换要求和控制器功能要求。市场上许多MP3播放器均使用SigmaTel在ASAT装配和测试的音频系统级芯片。 

凭借其无引线塑料晶片载体(LPCC)、精密球栅阵列封装(fpBGA)及TAPP(纤薄阵列塑料封装)高级封装技术，ASAT于上年开始中国业务第一阶段的生产。SigmaTel加入了在该公司新型中国工厂完成认证的众多公司的阵营。今年晚些时候第二阶段生产一旦完成，这一组合工厂占地面积将近50万平方英尺，ASAT也将因此成为中国最大的转包合同装配公司之一。 



	


